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Beschreibung 

Elektronikeinheit sowie Verfahren zur Herstellung einer E- 
lektronikeinheit 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Elektronikeinheit, 
insbesondere ein Steuergerat fur ein Kraf tf ahrzeug, umfassend 
wenigstens eine mit elektronischen Komponenten bestiickte Lei- 
terplatte und ein die Leiterplatte umschlie&endes Gehause . 
10 Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung 
sowie eine Verwendung einer derartigen Elektronikeinheit. 

Aus dem Bereich der Kraf tf ahrzeugelektronik sind Steuergerate 
zur Steuerung von elektrischen und elektronischen Fahrzeug- 
15 komponenten (z. B. Motors teuergerate) wohlbekannt, bei wel- 
chen zu Zwecken einer erhdhten Temperaturbestandigkeit die 
Schal tungsplatte ( Schal tungs trager ) mittels Dickschichttech- 
nik Oder Laminattechnik hergestellt ist. 

20 Bei der Dickschichttechnik wird beispielsweise ein relativ 
dickes Keramiksubstrat mit ebenfalls relativ dicken aufge- 
brannten Leiterbahnen vorgesehen* Dies hat deutliche Kosten- 
nachteile, da die Fertigung einer solchen Leiterplatte we- 
sentlich teurer ist als die Fertigung einer einfachen Leiter- 

25 platte (z. B. mit einera dunnen Epoxid-Substrat) . 

Bei der Laminattechnik wird beispielsweise eine herkommliche 
Leiterplatte durch Anwendung eines hohen Drucks und einer ho- 
hen Temperatur mit einer Metalllage zu einem Verbund zusara- 
30 mengefugt. Nachteilig ist hierbei, dass die in Laminattechnik 
hergestellte Leiterplatte lediglich einseitig mit elektroni- 
schen Komponenten bestUckt werden kann, so dass bei vorgege- 
bener elektronischer Schaltungsanordnung der Flachenbedarf im 
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Vergleich zu herkommlichen, jedoch zweiseitig bestuckten Lei- 
terplatten erhoht ist. Eine Vermeidung des erhohten Flachen- 
bedarfs beispielsweise durch Anordnung von zwei oder mehreren 
Leiterplatten ubereinander ist oftmals nicht zuf riedenstel- 
5 lend, da in diesem Fall der Bauraum sowie der Montageaufwand 
erhoht ist. 

Ganz allgemein ist es in vielen Anwendungsf alien von Bedeu- 
tung, eine effiziente Warmeabfuhr von den elektronischen Kom- 

10 ponenten zura Gehause zu realisieren, insbesondere wenn in der 
Elektronikeinheit z. B. aktive Halbleiterleistungsbauelemente 
zum Einsatz kommen und/oder die Elektronikeinheit in einer 
Umgebung mit vergleichsweise hoher Umgebungstemperatur einge- 
setzt werden soil. Dies ist beispielsweise bei Steuergeraten 

15 fur Kraft fahrzeuge der Fall, die in einem Kraf tf ahrzeug nahe 
oder unmittelbar an einer Brennkraftmaschine angeordnet wer- 
den, urn z. B. die Kabelbaumkonf iguration des Fahrzeugs zu 
vereinfachen oder urn eine elektronische Priifung des Motors 
zusammen mit dem dazugehorigen Steuergerat in einfacher Weise 

20 zu ermoglichen. Fur die bekannten motornah verbauten Steuer- 
gerate wird ublicherweise die oben erwahnte Dickschichttech- 
nik oder Laruinattechnik verwendet. 

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Elektronikeinheit der 
25 eingangs erwahnten Art hinsichtlich der Warmeabf uhreigen- 

achaften sowie hinsichtlich der Herstellungskosten zu verbes- 
sern. 

Diese Aufgabe wird gelost mit einer Elektronikeinheit nach 
30 Anspruch 1 und einem Verfahren zur Herstellung einer Elektro- 
nikeinheit nach Anspruch 11. Die abhangigen Anspruche betref- 
fen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung. 
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Die erfindungsgem&Be Elektronikeinheit besitzt wenigstens ei- 
nen Leiterplattenabschnitt, der in einem Abstand von dem Ge- 
hause angeordnet ist und zweiseitig mit elektronischen Kompo- 
nenten bestuckt ist. Dieser Oder diese Leiterplattenabschnit- 
5 te werden im Folgenden als "erste(r) Leiterplattenab- 
schnitt (e)" bezeichnet. Ferner besitzt die Leiterplatte we- 
nigstens einen Leiterplattenabschnitt, der liber eine warme- 
leitende Klebstof f schicht mit dem Gehause verbunden ist. Die- 
ser oder diese Leiterplattenabschnitte werden im Folgenden 

10 als "zweite(r) Leiterplattenabschnitt (e) " bezeichnet. Bei ei- 
nem mehrteiligen Gehause kann diese Verklebung an dem oder 
den zweiten Leiterplattenabschnitten zu irgendeinem der Ge- 
hauseteile erfolgen. Durch die partiell doppelseitige Bestu- 
ckung (in dem wenigstens einen ersten Leiterplattenabschnitt) 

15 ergibt sich ein vergleichsweise geringer Flachenbedarf , ins- 
besondere wenn der Anteil des oder der ersten Leiterplatten- 
abschnitte an der Gesamtleiterplattenf lache wenigstens 30% 
betragt. Daruber hinaus wirkt der zweite Leiterplattenab- 
schnitt vorteilhaft als mechanische und gleichzeitig thermi- 

20 sche "Schnittstelle" zum Gehause, welches in dieser Hinsicht 
als mechanische Basis sowie Warmesenke zu betrachten ist. 
Diese Schnittstelle von doppeltem Nutzen ist hierbei durch 
die Verbindung ttber eine Klebstof f schicht sehr zuverlassig, 
effizient, f ertigungstechnisch giinstig und bauraumsparend 

25 ausgebildet. 

Nachfolgend wird der Einfachheit halber auch lediglich von 
dem ersten Leiterplattenabschnitt bzw. zweiten Leiterplatten- 
abschnitt gesprochen, wenngleich jeweils mehrere solcher Ab- 
30 schnitte vorgesehen sein konnen. Die fur einen solchen Lei- 
terplattenabschnitt gegebenen Erlauterungen konnen dann ohne 
weiteres auf einen, mehrere oder alle der jeweiligen Mehrzahl 
von Leiterplattenabschnitten bezogen werden. 
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Die mit der Klebstof f schicht versehene Seite des zweiten Lei- 
terplattenabschnitts ist bevorzugt mit einer Metallflache 
(ausgedehnte Leiterbahn) versehen, urn an dieser Stelle eine 
5 horizontale Warmespreizung und gleichzeitig eine gute thermi- 
sche Anbindung an die angrenzende Klebstof f schicht zu erzie- 
len. Die der Klebstof f schicht entgegengesetzte Seite eines 
zweiten Leiterplattenabschnitts eignet sich gut fur eine Be- 
stlickung mit elektronischen Komponenten, die besonders viel 
10 Warme produzieren, da diese Warme liber die nahe darunter be- 
findliche Klebstof f schicht mit geringem Warmeubergangswider- 
stand weitergeleitet werden kann, insbesondere tiber an dieser 
Stelle angeordnete warraeleitend metallisierte Durchgangsof f- 
nungen ("vias") - 

15 

Bevorzugt wird der Klebstoff als Fltissigklebstof f aufgebracht 
und dann ausgehartet. Die Aushartung des Klebstof fs kann in 
einfacher Weise thermisch vorgesehen sein. Fur eine gute War- 
meableitungsef f izienz ist die Verwendung eines Klebstoffs mit 
20 einer Warmeleitf ahigkeit von mindestens 0,5 W/mK, insbesonde- 
re mindestens 1 W/mK bevorzugt. 

Die Klebstof fschichtverbindung zwischen der Leiterplatte und 
dem Gehause macht die bei herkommlichen Elektronikeinheiten 

25 zur Befestigung liblicherweise vorgesehene Verschraubung ent- 
behrlich. Falls die Elektronikeinheit mit einer Mehrzahl von 
parallel zueinander gestapelten Leiterplatten vorgesehen ist, 
so konnen die weiteren Leiterplatten beispielsweise unter 
Verwendung von geeigneten Abstandhaltern ebenfalls durch eine 

30 Verklebung und/oder eine herkommliche Verschraubung im Inne- 
ren des Gehauses befestigt werden. 
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In einer Aus ftthrungs form umfasst das Gehause einen GehSLusebo- 
den und einen damit verbundenen Gehausedeckel. Dies besitzt 
den Vorteil, dass die Fertigung der Elektronikeinheit in ein- 
facher Weise dadurch erfolgen kann, dass die bereits bestiick- 
5 te Leiterplatte zunachst in eines dieser Gehauseteile einge- 
kiebt wird und das Gehause dann durch Verbindung zwischen Ge- 
hauseboden und Gehausedeckel geschlossen wird. Fur eine gute 
Warmeableitung durch das Gehause hindurch ist es von Vorteil, 
wenn das Gehause insgesamt Oder wenigstens der uber die Kleb- 
10 stoff schicht mit der Leiterplatte thermisch verbundene Gehau- 
seteil aus einem gut warmeleitenden Material gebildet ist, 
beispielsweise aus Metall (z. B. Aluminiumlegierung) . 

In einer bevorzugten Aus fuhrungs form weist der Gehauseboden 
15 im Querschnitt betrachtet Einbuchtungen zur Bereitstellung 

von Gehauseinnenseitenabschnitten auf r die zur Verbindung mit 
dem wenigstens einen zweiten Leiterplattenabschnitt liber die 
Klebstoff schicht verwendet sind. 

Eine hinsichtlich der Fertigung einfache Verbindung zwischen 
Gehauseboden und Gehausedeckel kann beispielsweise durch eine 
geklebte Nut-und-Vorsprung- Verbindung realisiert sein. Hier- 
fur kann insbesondere der ohnehin fiir die Verbindung zwischen 
Leiterplatte und Gehause bendtigte Klebstoff verwendet wer- 
den. Einen guten Schutz des Gehauseinnenraums vor einer Ver- 
schmutzung bietet eine Gestaltung, bei welcher ein an einem 
Gehauseteil (Boden oder Deckel) ringformig geschlossen am 
Rand umlaufender Vorsprung in eine am anderen Gehauseteil 
korrespondierend angeordnete Nut eingreift. 

Insbesondere fur eine niedrige Bauhohe der Elektronikeinheit 
ist es zur Bereitstellung einer elektrischen Anschlussmog- 
lichkeit giinstig, in dem Gehausedeckel wenigstens einen 
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Steckverbinder zum elektrischen zu integrieren. Hierbei kon- 
nen Anschlusspins des Steckverbinders geradlinig zu der dem 
Gehausedeckel benachbarten Leiterplatte verlaufen und unmit- 
telbar an dieser Leiterplatte kontaktiert sein. Insbesondere 
5 bei diesem geradlinigen Anschlusspinverlauf. kann die Kontak- 
tierung in einfacher Weise als Einpresskontaktierung vorgese- 
hen sein und beispielsweise beim Schlieften des Gehauses durch 
Aufsetzen des mit dem oder den Steckverbindern versehenen Ge- 
hausedeckels auf den Gehauseboden . 

10 

Die konkrete Anordnung des oder der zweiten Leiterplattenab- 
schnitte {in der Leiterplattenebene betrachtet) spielt eine 
Rolle hinsichtlich der Befestigung sowie der thermischen Ab- 
leitungseigenschaf ten. In diesem Zusammenhang hat es sich als 

15 giinstig herausgestellt, wenn wenigstens zwei zweite Leiter- 
plattenabschnitte vorgesehen sind, deren miniraaler gegensei- 
tiger Abstand grolier als 40% einer maximalen Leiterplatten- 
ausdehnung ist. Dies wirkt vor allem vorteilhaft fur eine 
stabile Lagerung der an den zweiten Leiterplattenabschnitten 

20 gehaltenen Leiterplatte. Unabhangig davon ist es giinstig, 

wenn an einem Leiterplattenrand wenigstens einer der zweiten 
Leiterplattenabschnitte angeordnet ist. Schliefclich ist es in 
dieser Hinsicht auch gunstig, wenn wenigstens einer der zwei- 
ten Leiterplattenabschnitte entlang eines Groftteils eines 

25 Leiterplattenrands verlauft, insbesondere ringformig ge- 
schlossen entlang eines Leiterplattenrands verlauft. Eine 
solche ringforraige Anbindung der Leiterplatte an das Geh&use 
halt die Leiterplatte besonders stabil und fuhrt im Betrieb 
der Elektronikeinheit zu einer besonders gleichmaftigen Warme- 

30 abfuhr. 

Sofern die der Klebstof f schicht entgegengesetzte Leiterplat- 
tenseite an einem ersten Leiterplattenabschnitt nicht mit e- 
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lektronischen Komponenten bestuckt ist, so 1st diese Stelle 
gunstig zur Anordnung einer Leiterbahnf lache, die als Warme- 
spreizungsf lache wirkt und die auf genommene Warme effizient 
an die darunter befindliche Klebstof f schicht abgeben kann. 

5 

Ein einfaches Verfahren zur Herstellung der Elektronikeinheit 
kann beispielsweise folgende Schritte umfassen: 

Bereitstellen der bereits bestuckten Leiterplatte, 

10 

Bereitstellen eines konturierten Gehausebodens mit erha- 
benen Gehauseinnenseitenbereichen und mit einer am Rand des 
Gehausebodens umlaufenden Nut, 

15 - Aufbringen von Flussigklebstof f an den erhabenen Gehause- 
bodenflachen und an dem Nutengrund, 

. - Aufdrucken der Leiterplatte zur Verklebung dieser Leiter- 
platte an den erhabenen Gehausebodenf lachen, 

20 

Bereitstellen eines Gehausedeckels mit einem zum Eingriff 
in die Gehausebodennut geeigneten Vorsprung, und 

Aufdrucken des Gehausedeckels auf den Gehauseboden zur 
25 Herstellung einer geklebten Nut-und-Vorsprung-Verbindung zwi- 
schen Gehauseboden und Gehausedeckel sowie zur Kontaktierung 
von Anschlusspins der Steckverbinderanordnung in Einpress- 
technik. 

30 Eine Steckverbindungsanordnung kann z. B. nach dem Bestiicken 
der Leiterplatte mittels Einpresstechnik an der Leiterplatte 
kontaktiert werden, bevor die Leiterplatte verklebt wird. Al- 
ternativ ist es z. B. moglich, die Steckverbindungsanordnung 
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am Gehausedeckel integriert vorzusehen und zusammen mit dem 
Gehausedeckel auf zudriicken. 



Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuhrungsbei- 
5 spiels mit Bezug auf die beigefugten Zeichnungen naher erlau- 
tert. Es stellen dar: 



Fig. 1 eine Explosionsansicht eines Steuergerats fur ein 

Kraftfahrzeug, 

10 

Fig. 2 eine Schnittansicht des Steuergerats im montier- 

ten Zustand mit einer in einer Langsrichtung ver- 
laufenden Schnittebene, und 

15 Fig. 3 eine Schnittansicht des Steuergerats im montier- 

ten Zustand mit einer in einer Querrichtung ver- 
laufenden Schnittebene . 



Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein insgesamt mit 10 bezeichnetes 
20 Steuergerat fur ein Kraftfahrzeug. Das Steuergerat 10 ist ge- 
bildet aus einer starren, mit elektronischen Komponenten be- 
stuckten Leiterplatte 12 (z. B. Epoxid-Substrat mit Kupfer- 
leiterbahnen bzw. -flachen) und einem diese Leiterplatte urn- 
schlieBenden Gehause, welches zweiteilig umfassend einen Ge- 
25 hauseboden 14 (Grundplatte) und einen Gehausedeckel 16 ausge- 
bildet ist. Zum elektrischen Anschluss des Steuergerats an 
die Fahrzeugelektronik des betreffenden Kraf tf ahrzeugs (bzw. 
an ein Prufgerat) sind zwei Steckverbinder 18 , 20 vorgesehen, 
die im dargestellten Ausftihrungsbeispiel zur Kontaktierung 
30 mittels Einpresstechnik bei der Steuergeratmontage auf die 

Oberseite der Leiterplatte 12 aufgesetzt und mit dem Gehause- 
boden 14 verschraubt werden. Zu diesem Zweck sind die Steck- 
verbindergehause mit Bef estigungsschrauben 22 versehen, wel- 
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che im montierten Zustand Aussparungen 24 der Leiterplatte 12 
durchsetzen und in entsprechende Bef estigungslocher 26 des 
Gehausebodens 14 eingeschraubt sind. Nach auflen hin durchset- 
zen die Steckverbinder 18 , 20 geeignet bemessene Durch- 
5 trittsaussparungen 28 des Gehausedeckels 16. 

Der wie der Gehausedeckel 16 aus einer Aluminiuralegierung ge- 
bildete Gehauseboden 14 besitzt eine konturierte Forrngebung 
derart, dass sich in eineni mittleren Bereich des Bodens 14 
10 ein zusammenhangender, etwa rechteckiger, vertiefter Gehau- 
seinnenseitenabschnitt 30 ergibt, der an dessen Rand umlau- 
fend an einen erhabenen Gehauseinnenseitenabschnitt 32 an- 
grenzt . 

Dieser Anordnung von vertieften und erhabenen Gehauseab- 
schnitten 30 r 32 entsprechend weist die Leiterplatte 12 einen 
zusammenhangenden mittleren Leiterplattenabschnitt 34 (erster 
Leiterplattenabschnitt) auf , der im montierten Zustand in ei- 
neni gewissen Abstand von dem Gehauseboden angeordnet ist und 
der zweiseitig mit elektronischen Komponenten bestuckt ist, 
wohingegen die Leiterplatte 12 einen ringformig geschlossen 
am Leiterplattenrand verlaufenden auBeren Leiterplattenab- 
schnitt 36 (zweiter Leiterplattenabschnitt) aufweist, dessen 
Unterseite iiber eine warmeleitende Klebstof f schicht 42 (Fig. 
2 und 3) unmittelbar mit dem erhabenen Gehauseinnenseite- 
nabschnitt 32 verbunden ist. 

Diese partielle Anbindung der Leiterplatte 12 iiber die Kleb- 
stoffschicht 42 gewahrleistet eine zuverlassige mechanische 
30 Halterung der Leiterplatte 12 und wirkt daruber hinaus als 
effizienter Ableitungspfad fur Warme, die im Betrieb des 
Steuergeriits 10 von den elektronischen Komponenten erzeugt 
wird. Der Klebstoff besitzt eine Warmeleitf ahigkeit von etwa 
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2 W/mK- Daher eignet sich das Steuergerat 10 insbesondere flir 
einen motornahen Verbau in einem Kraf tfahrzeug, da der be- 
schriebene Aufbau die hinsichtlich mechanischen Belastungen 
(z. B. Vibrationen) und Temper atur rauen Umgebungsbedingungen 
5 gut bewaltigen kann. 

Bei dem dargestellten Motorsteuergerat 10 kommen eine Anzahl 
von aktiven Leistungshalbleiterbauelementen zum Einsatz, bei- 
spielsweise in einem Schaltungsbereich zur DC/DC- 

10 Abwartswandlung einer Bordspannung flir die Versorgung eines 

Schaltungsteils zur digitalen Signalverarbeitung sowie in ei- 
nem Schaltungsbereich zur DC/DOAufwartswandlung fur die Ver- 
sorgung eines Schaltungsteils zur Ansteuerung einer 
Kraftstoffinjektoranordnung der Br ennkraftmas chine. Diese e- 

15 lektronischen Leistungsbauteile sind weitgehend auf der Ober- 
seite des aufceren Leiterplattenabschnitts 3 6 angeordnet, da 
von diesem Abschnitt weg eine effiziente Warmeableitung nach 
unten durch die Klebstof f schicht 42 hindurch zum Gehause er- 
folgen kann. 

20 

Die bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel verwendeten 
Steckverbinder 18, 20 besitzen geradlinig nach unten verlau- 
fende Anschlusspins, die sich fertigungstechnisch einfach in 
entsprechend dimensionierte Kontaktlocher der Leiterplatte 12 

25 einpressen lassen ("Press-f it-Technik) . Ein weiterer Vorteil 
der Verwendung von solchen ungebogenen Anschlusspins besteht 
darin, dass sich die Steckverbinder 18, 20 hinsichtlich der 
Grundflache des Steuergerats 10 gunstig im Gehausedeckel 16 
integrieren lassen (sei es vor oder nach dem Schlieften des 

30 Gehauses) und nicht wie oftmals bei herkommlichen Steuergera- 
ten in einem Gehauseseitenwandbereich integriert sind und so- 
mit die Grundflache des Gehauses unnStig vergroliern. Die Kon- 
taktierung der Anschlusspins im mittleren Leiterplattenab- 
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schnitt 34 hat schliefclich den Vorteil, dass die von elektro- 
nischen Komponenten zu den Anschlus spins fuhrenden Leiterbah- 
nen der Leiterplatte 12 vergleichsweise einfach irn Sinne ei- 
nes weniger kornplizierten Schaltungsplattenlayouts angeordnet 
5 werden konnen. Insbesondere konnen die Leiterbahnen tenden- 
ziell kiirzer und direkter zwischen einzelnen Komponenten und 
einzelnen Anschlusspins verlaufen. Im Gegensatz dazu ist bei 
einer Kontaktierung im Randbereich der Leiterplatte, wie sie 
oftmals bei herkornmlichen Steuergeraten rait abgewinkelten 

10 Steckverbinder-Anschlus spins vorgesehen ist, das Leiterplat- 
tenlayout aufwandiger bzw. weniger korapakt hinsichtlich der 
beanspruchten Leiterplattenf lache . Hinsichtlich der Warmeab- 
leitungseigenschaften des beschriebenen Steuergerats 10 ist 
die zentrumsnahe Anordnung der Steckverbinder 18, 20 daruber 

15 hinaus auch insofern vorteilhaft, als die eher warmeableiten- 
den als warmeerzeugenden Anschlusspins in demjenigen Leiter- 
plattenabschnitt (34) angeordnet sind, der weniger effizient 
gekuhlt wird als der au&ere Leiterplattenabschnitt 36 , und 
insofern, als die Anschlusspins keine Leiterplattenf lache im 

20 effizient gekuhlten aufleren Leiterplattenabschnitt 36 bean- 
spruchen, der zur Bestiickung mit stark warmeerzeugenden Kom- 
ponenten (z. B. Leistungstransistoren) bevorzugt zu verwenden 
ist. 

25 Zur Montage des Steuergerats 10 wird der erhabene Gehausein- 
nenseitenabschnitt 32 sowie der Grund einer am Gehauseboden 
14 umlaufenden Nut 38 mit einem Flussigklebstof f (z- B. auf 
Silikonbasis) versehen. Sodann wird die bereits bestiickte 
Leiterplatte 12 im Gehauseboden 14 positioniert und auf die 

30 Klebstof f schicht aufgelegt. Anschliefiend werden die Steck- 
verbinder 18 r 20 rait deren Anschlusspins in Einpresstechnik 
an der Leiterplatte 12 kontaktiert und mittels der Befesti- 
gungsschrauben 22 befestigt. Beim dargestellten Ausfuhrungs- 
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beispiel wirkt die Verschraubung der Steckverbinder 18, 20 
als zusatzliche (an sich nicht notwendige) Befestigung der 
Leiterplatte 12 im Gehauseboden 14. Schliefilich wird der Ge- 
hausedeckel 16 von oben derart aufgesetzt, dass ein an dessen 
5 Rand umlaufend sich erstreckender Vorsprung 40 rnit der Nut 38 
in Eingriff gelangt und verklebt wird. Alternativ konnen die 
Steckverbinder 18, 20 zunachst auf der Leiterplattenoberseite 
angebracht werden. Wenn an den Steckverbindern umlaufend eine 
Nut vorgesehen ist, so kann auch die Verbindung zwischen den 
10 Steckverbindern 18,20 und dem Gehausedeckel 16 vorteilhaft 

mittels einer Nut-und-Vorsprung-Verklebung realisiert werden. 
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Patentanspruche 

1. Elektronikeinheit, insbesondere Steuergerat fur ein 

Kraftf ahrzeug, umfassend eine niit elektronischen Kompo- 
5 nenten bestuckte Leiterplatte (12) und ein die Leiter- 

platte umschlieibendes Gehause (14, 16), 

wobei die Leiterplatte (12) wenigstens einen ersten Lei- 
terplattenabschnitt (34) besitzt, der in einem Abstand 
10 von dem Gehause (14, 16) angeordnet ist und zweiseitig 

mit elektronischen Komponenten bestiickt ist, und wenigs- 
tens einen zweiten Leiterplattenabschnitt (36) besitzt, 
der iiber eine warmeleitende Klebstof f schicht (42) mit dem 
Gehause verbunden ist, 

15 

wobei das Gehause (14, 16) einen Gehauseboden (14) und 
einen damit verbundenen Gehausedeckel (16) umfasst und 
wobei der Gehauseboden (14) im Querschnitt betrachtet 
Einbuchtungen zur Bereitstellung von Gehauseinnenseite- 
20 nabschnitten (32) aufweist, die zur Verbindung mit dem 

wenigstens einen zweiten Leiterplattenabschnitt (36) liber 
die Klebstof f schicht (42) verwendet sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass die 
25 Verbindung zwischen Gehauseboden (14) und Gehausedeckel 

(16) als eine geklebte Nut-und-Vor sprung- Verbindung (38, 
40) ausgebildet ist, bei welcher ein am Gehausedeckel 
(16) ringformig geschlossen am Rand umlaufender Vorsprung 
(40) in eine am Gehauseboden (14) korrespondierend ange- 
30 ordnete Nut (3B) eingreift und damit verklebt ist. 



2. Elektronikeinheit nach Anspruch 1, wobei fur die geklebte 
Nut-und-Vorsprung-Verbindung (38, 40) der gleiche Kleb- 
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stoff wie fiir die Verbindung zwischen der Leiterplatte 
(12) und dem Gehause (14, 16) verwendet ist. 

3. Elektronikeinheit nach Anspruch 1 Oder 2, wobei in dem 

5 Gehausedeckel (16) wenigstens ein Steckverbinder (18, 20) 

zum elektrischen Anschluss der Elektronikeinheit integ- 
riert ist. 

4. Elektronikeinheit nach Anspruch 3, wobei Anschlusspins 
10 des Steckverbinders (18, 20) geradlinig zu der Leiter- 
platte (12) verlaufen und unniittelbar an dieser Leiter- 
platte kontaktiert sind. 

5. Elektronikeinheit nach Anspruch 4, wobei die Kontaktie- 
15 rung der Anschlusspins als Einpresskontaktierung vorgese- 

hen ist. 

6. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Anspruche, 
mit wenigstens zwei zweiten Leiterplattenabschnitten 

20 (36), deren minimaler gegenseitiger Abstand grower als 

40% einer ruaximalen Leiterplattenausdehnung ist. 

7. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Anspruche, 
wobei an einem Leiterplattenrand wenigstens einer der 

25 zweiten Leiterplattenabschnitte (36) angeordnet ist. 

8. Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Anspruche 
wobei wenigstens einer der zweiten Leiterplattenabschnit 
te (36) entlang eines Groflteils eines Leiterplattenrands 

30 verlauft, insbesondere ringformig geschlossen entlang ei 

nes Leiterplattenrands verlauft. 



9. 



Elektronikeinheit nach einem der vorangehenden Anspruche 
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wobei wenigstens einer der zweiten Leiterplattenabschnit- 
te (36) auf der der Klebstof f schicht (42) entgegengesetz- 
ten Leiterplattenseite mit elektronischen Koraponenten be- 
stuckt ist. 

5 

10. Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit (10), 
unifassend folgende Schritte: 

a) Bereitstellen einer Leiterplatte (12) mit wenigstens 
10 einem ersten Leiterplattenabschnitt (34), der zweisei- 

tig mit elektronischen Komponenten bestuckt ist, und 
mit wenigstens einem zweiten Leiterplattenabschnitt 
(36), der auf einer Seite nicht mit elektronischen 
Komponenten bestuckt ist, 

15 

b) Bereitstellen eines konturierten Gehausebodens (14) 
mit korrespondierend zu dem wenigstens einen zweiten 
Leiterplattenabschnitt (36) angeordneten, erhabenen 
Gehauseinnenseitenabschnitten (32) und mit einer am 

20 Rand des Gehausebodens (14) ringformig geschlossenen 

umlaufenden Nut (38) , 

c) Aufbringen von warmeleitendem Klebstoff an den erhabe- 
nen Gehauseinnenseitenabschnitten (32) , 

25 

d) Aufbringen von Klebstoff an dem Grund der umlaufenden 
Nut (38), 

e) Aufdriicken der Leiterplatte (12) zur Verklebung dieser 
30 Leiterplatte an den erhabenen Gehauseinnenseite- 
nabschnitten (32), 



f) Bereitstellen eines Gehausedeckels (16) mit einem zum 
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ringftfrmig geschlossen umlaufenden Eingriff in die Nut 
(38) des Gehausebodens (14) geeigneten Vorsprung (40) 
und Aufdrticken des Gehausedeckels (16) auf den Gehau- 
seboden (14) zur Herstellung einer geklebten Nut (38)- 
5 und-Vorsprung (40) -Verbindung zwischen Gehauseboden 

(14) und Gehausedeckel (16) . 

11. Verfahren nach Anspruch 10^ wobei in den Schritten c) und 
d) der gleiche Klebstoff verwendet wird. 
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